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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

@ Schichtstoffmaterial f u r Wand- und Bodenplatten und Verfahren zu seiner Herstellung 

(57) Schichtstoffmaterial fur Wand- und Bodenplatten mit 
einem Isolierkorper und einer Deckschicht, wobei der Iso- 
lierkdrper gepreftte Flocken oder Granulatstuckchen aus 
Natur- oder Kunststoff, vorzugsweise recycelte Industrie- 
abfalle, denen staubformiges, sauerstoff angereichertes 
Kupferpulver und ein Naturstoff- oder Kunstharzkleber in 
homogener Mischung zugesetzt worden sind, umfaftt 
und zwischen der Deckschicht und dem Isolierkorper eine 
wasser- und luftdurchlassige Rauhkupferschicht vorgese- 
hen ist, die einen gewebeartigen Trager aus Natur- oder 
Kunststoff mit aufgespritztem metallischem Kupfer um- 
faftt und die Schichtdicke des Isolierkorpers relativ zu der 
Rauhkupferschicht soviel grofter ist, daft der Isolierkorper 
das tragende Strukturelement der Wand- und Bodenplat- 
te bildet. Als Deckschicht wird eine grobgewebte textile 
Dekorschicht zum Beispiel aus Sisal, Jute, Wolle oder 
Baumwolle aufgeklebt. Durch das Kupferpulver und die 
Rauhkupferschicht werden Mikroorganisrnen abgetotet, 
I so daft durch Verkleidungen mit Wand- und Bodenplatten 
aus dem Schichtstoffmaterial die Wohnqualitat fur Aller- 
giker verbessert werden kann. 

Angegeben wird auch ein Verfahren zur Herstellung des 
Schichtstoff materials. 
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Die Erfindung betrifft ein Schichtstoffniaterial fiir Wand- 
und Bodenplatten nut eineni Isolierkorper und einer Deck- 
schieht zur Verbesserung der Wohnqualitat fiir Allergiker 5 
sowie ein Verfahren zur Hcrstcllung dieses Schichtstoffma- 
lerials. 

In jiingsrer Zeil sind Allergic be sch we rden siandig ange- 
waehscnTso daB Allergien als Volkskrankheiten bezcichnet 
werden konnen. Die vorlicgendc Erfindung hat das Ziei, die 10 
Wohnqualitat fur Allergiker zu verbessern, deren Allergien 
durch Kleinstlebewesen wie Milben, Bakterien und Pilze 
verursaeht werden. Die meisten derzeit verwendeten Heim- 
textilien fur Bode nbelage bieten Hausmilben ideale Lebens- 
bedingungen und Wande konnen durch Schimmelpilze, ins- 15 
besondere bci Feuchtigkeil der Wand, siandig die Luft bela- 
sten. Viele Allergiker ergreifen deshalb die MaGnahme, daB 
sie Tcppichbodcn und Wandvcrklcidungen cntfcmcn, um zu 
einer sterilen Unigebung zu kommen, was jedoch mit einer 
ungemutliehen Kahlheit der Rauine verbundcn ist. 20 

Hs bestehi deshalb ein Bedarf fur ein Material, das sowohl 
als Bodenbelag als auch als Wandverkleidung verwendet 
werden kann, das eine wanne, wohnliche Atmosphare ver- 
breitet und dennoch einen Schuiz gegen Mikroorganisnien 
und Kleinstlebewesen wie Bakterien, Pilze und Milben und 25 
deren Ausscheidungen bietet. Zur Zeit verwendete chemi- 
schc Gegenniittel sind nicht geeignet, weil ihre Nebenwir- 
kungen haufig zu stark sind. 

Ein seit Jahrhunderten bekannter naturlicher "Killer" fur 
Algcn, Pilze und Bakterien ist Kupfer. Die vorliegende Er- 30 
findung basiert auf dieser Eigenschaft des Kupfers. 

Wenn in Wohnraumen Kupfer als Auskleidung oder als 
Bodenbelag in Form von Folien verwendet wurde, konnte 
keine angenehme Wohn atmosphare entstehen, da eine Folie 
nicht luftdurchlassig und waniieisolierend ware. Ziel der Er- 35 
findung ist 

es deshalb, Kupfer zum Abtoten von Kleinstorganisinen ein- 
zusetzen, dies jedoch in einer luftdurchlassigen und isolie- 
renden Weise in eineni Schichtstoffniaterial zu verwenden, 
das luftdurchlassig und isolierend ist und eine angenehme 40 
Woh n a t n tosp h are e rze u g t. 

Aufgabc der vorliegenden Erfindung ist es deshalb, ein 
Schichtstoffmaterial fur Wand- und Bodenplatten mit einem 
isolierenden Korper und einer Abdeckschicht zu schaffen 
und auGerdem ein Verfahren zu seiner Herstellung anzuge- 45 
ben. 

Gelost wird diese Aufgabe durch ein Schichtstoffniate- 
rial, wie es im Anspruch 1 angegeben ist, und durch ein Ver- 
fahren zu seiner Herstellung, wie es im Anspruch 10 be- 
schricben ist. 50 

Vorteilhafte Ausfuhrungsfonnen des Schichtstoffmateri- 
als sind in den Anspruchen 2 bis 9 angegeben, und vorteil- 
hafte Ausfuhrungsformen des Verfahrens sind in den An- 
spruchen 11 bis 16 beschrieben 

Das Schichtstoffniaterial gemafi der Erfindung wird vor- 55 
zugsweise in Plattentbnn hergestellt, wobei handelsubliche 
MaBe fur Bodenplatten, zum Beispiel 0,5 x 0,5 Meter, zu be- 
vorzugen sind. Die Erfindung ist jedoch nicht auf eine recht- 
eckige Form der Wand- oder Bodenplatten beschrankt, es 
konnen vielmehr auch Platten mit verse hiedenartigen Um- 60 
rissen hergestellt werden, die ahnlich wie gefornite Fliesen 
aneinanderstoBend verlegt werden konnen. Wichtig ist je- 
doch, da!3 die Wand- und Bodenplatten beim Verlegen form- 
schliissig dicht aneinanderstoBend verlegt werden konnen, 
um so fur cine praktisch durchgchcndc Kupfcrschicht zu 65 
sorgen. 

Es ist weiterhin wichtig, daB die Kupferpulveranteile 
gleichmaBig in dem Isolierkorper verteilt sind, weil nur auf 


diese Weise die gewiinschte Abtotung der Organismen ini 
Isolierkorper stall findei. 

Das Schichtstoffmaterial fur Wand- und Bodenplatten ge- 
maG der Erfindung weist typischerweise den folgendcn 
Schichtenaufbau auf, beginnend bei der Sichtseite: 


1. Deckschicht, vorzugsweise als Dekorschicht ausge- 
bildet, 

2. Rauhkupferschicht, die durch Metallspritzen auf ei- 
nen gewebeartigen Trager aus Natur- oder Kunststoff 
hergesteLlt ist, 

3. Isolierkorper ais tragendes Strukturelement. der aus 
gepreGten Flocken oder Granulatstuckchen aus Natur- 
oder Kunststoff, denen staubfonniges, sauerstoffange- 
reichertes Kupferpulver und ein Kleber in homogener 
Mischung zugesetzt worden sind, hergestellt ist, 

4. Ruckseitenabdeckung, die aus einem luftdurchlassi- 
gen Stoff bzw. Gcwcbe oder Vlics bestcht, und 

5. eine Klebschicht, mit der die Platte auf einen Unter- 
grund geklebt werden kann und die gegebenenfalls bis 
zunt Gebrauch in ublicher Weise mit eineni Wachspa- 
pier oder Kunststoff abgedeckt ist. 

Um die vorstehend aufgezahlten Schichlen dauerhaft zu 
einem SchichtslolTmaierial /.usammenzufugen, sind zwi- 
schen den Schichten gecignete Kleberzwischenseliichten 
vorgesehen. 

Der Isolierkorper ist vorzugsweise 3-5 mm dick und wird 
hergestellt, indent Flocken oder Granulat aus Natur- oder 
Kunststoff mit staubfonnigem. sauerstoffangereichertem 
Kuplerpulver und Natur- oder Kunstharzkleber gemischt 
werden, wobei etwa 80 bis 100 Volumenteile Natur- oder 
Kunststoffflocken bzw. Granulat, etwa 8 bis 15 Volumen- 
teile Kupferpulver und etwa 8 bis hochstens 15 Volumen- 
teile Natur- oder Kunstharzkleber, zum Beispiel Polyuret- 
hankleber, gleichmaBig miteinander vermischt werden; 
dann diese Mischung in eine kastenartigc Fonn gefullt wird, 
deren Grundflache der herzustellenden Plattenform ent- 
spricht und vorzugsweise rechteckig ist; danach das Ge- 
misch mit einer der kastenartigen Form angepaBten Ober- 
fonn als Stempel bis auf eine gewiinschte Schichtdicke zu- 
saininengepreBt wird, wobei die Temperatur- und Druekbe- 
dingungen so gewahlt werden, daB eine isolierende flockige 
Partikeleigenschaft erhalten bleibt; und schlieBlich der ge- 
preGte Isolierkorper der Fonn entnominen wird. Besonderes 
geeignetes Kupferpulver wird durch an sich bekanntes Me- 
tallspritzen hergestellt, das an der Luft ausgefuhrt werden 
kann. 

Das gleichmaBig in der Mischung verteilte Kuplerpulver 
sorgt fur eine Abtotung der Mikroorganisnien wenn diese 
sich durch den Isolierkorper hindurchbewegen wollen. 

Es ist besonderes vorteilhaft, Kunststoffflocken zu ver- 
wenden, die als Abfallprodukt beim Schneiden von Kunst- 
stoffteilen wie zum Beispiel Dammkorpem fiir Isolierungen 
oder StoBdampfer aus EPS fur empfindliche Gerate anfal- 
len. Auf diese Weise wird gleichzeitig ein wirtschaftlich 
vorteilhaftes Recycling von A b fallen bewirkt. 

Auf den fertiggestellten Isolierkorper wird die separat 
hergestellte Rauhkupferschicht mittels eines Klebers, zum 
Beispiel mittels Kleber auf Polyurethan- oder Latex-Basis 
angeklebt. Die Rauhkupferschicht ist etwa 0,5 bis 0,8 mm 
dick, sollte jedoch mindestens 0,5 mm dick sein und wird 
dadurch hergestellt, daB ein ge webeartiger Trager aus Natur- 
oder Kunststoff mittels Metallspritzen mit reinem Kupfer 
bclcgt wird, wobei zur Haftung der gcwcbcartigc Trager mit 
einer Kleber-Unterschicht als Haftvermittler versehen wird, 
Ein besonders geeigneter Haftvermittler fur diesen Zweck 
ist in der DE-PS 30 14 164 beschrieben und basiert auf La- 
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i ex und Acrylharz in Alkydharzlosung. Die Rauhkupfer- 
schichi isi aufgrund des gewebearligen Tragers lufi- und 
wasscrdurchlassig und zeigi gute Atmungsakiiviiat. ob- 
gleich die Kupferschicht stahil zusammenhangend elek- 
irisch leitend und biegebelaslbar ist. 

A Is Riiekseiienabdeekung kann Vlies oder irgendein an- 
dcrer luftdurchlasstger SioW bzw. G ewe be verwendet wer- 
den. Die Rucksciienabdeckung sollte nichi dicker als 
u.2 mm scin und isi vorzugsweisc 0,1 bis 0.2 mm dick. 

Ohgleich beim Verlegen einer Wand- oder Bodenplatte 
gcma'B der Erfindung auf die Ruckseitenabdeckung ein dop- 
pclseiiig klebendes Klebcband ublicher kommerzieller An 
aufgehrachi und die Plane dann damit auf den Uniergrund 
geklcbi werden kann, empfiehll es sich, eine Klebschichi di- 
reki auf die Ruckseitenabdeckung aufzubringen. Dabei isi es 
/.wcckmalSig, diese Klebschichi punkt- oder gittertormig 
uuf/.uiragen. clamil zwischen den Klcbstellen die Lufidurch- 
liissigkeii erhalicn blcibt. 

Eine derariig aufgebrachle punkt- oder gitterformige, 
lufidurchlassige Klebschichi kann bis zur Verwendung mil 
iib lie he i ii Waehspapicr oder Abdeckfolie abgedecki werden, 
die kurz vor der Verwendung abgezogen wird. 

Aut' der Sichlsciic der Wand- oder Bodenplaite aus dem 
Schichisiollmaierial genial der Erfindung wird eine Deck- 
schichi aufgeklebt, die vorzugsweisc aus DekorsiolV besteht. 
Geeignele Dekorstoffe sind grobgewebie Sisal-, Jute-, 
Wo lie- und Bau in wo I lege we be, -gewirke oder Vliesslorte. 
Sofern die Lufidurchlassigkeit vorhanden isi, sind auch Le- 
der und Kunsilcder geeignet. Der Dekorstoff kann naturfar- 
bend rusiikal oder mil Muster bedruckt oder gefarbt sein. 
Eine we it ere Dekormafiige Be hand lung ist nicht mehr noiig 
nachdeni Eiinbau, is! jedoch noch moglieh, soweit dabei die 
Durchlassigkeil und Atmungsakiivitat erhalten bleiben und 
der Absiand zur Rauhkupferschicht 1 mm nicht iiberstcigt. 
Rauhkupferschiehien der vorsiehend beschriebenen Art ha- 
ben sich bereils als wirksam zur Abiotung von den Mikroor- 
ganismen Chaeiomium globosum und Trichophyton men- 
lagrophyies erwiesen. Besonders vorteilhafi ist ihre abto- 
lende Wirkung auf Pilze, von denen Mausmilben leben, so 
daB die Wand- oder Bodenplatten der Erfindung tur Allergi- 
ker gegen Milben eine hohe Wohnqualitat schafifen. 

Es ist weiterhin zu bemerken, daB die durchgehende 
Rauhkupferschicht weiterhin einen opiimalen Schutz gegen 
sehadliche konipromitiierende elekirische Strahlen liefern, 
wodurch zusatzlich ein Schutz gegen sogenannten "Elck- 
trosntog" erreichl wird. Im letzicren Fall muB jedoch bei der 
Verlegung der an sich hochelekirisch leilenden Platten die 
SloBsielte mil einem leilenden Material wie zum Beispiel 
Rauhkupferleinen. d. h. einem Leinengewebe mil aufge- 
spritztem Rauhkupfer, unierlegi werden, urn die besagten 
elektrischen Storstrahlen umzuleiten. 

Beispiel 

Im Folgenden wird ein Beispiel zur Herstellung eines 
SchichtstotTmaterials gemaB der Erfindung angegeben. 

In eine rechteckige Kastenforni mil einer Grundflache 
von 0,5x0,5 m wurden 100 Volumen-Teile Industrieabfall- 
flocken eines Hartschaumes auf Styrolpolymerisatbasis EPS 
(Styropor®) mit einer FlockcngroBe von etwa 0,05 mm bis 
etwa 3 mm mittlerer Flockenabmessungen, gleichmaBig 
vennischt mil 10 Volumen-Teilen staubformigem Kupfer- 
pulver mil einer miuleren KomgroBe von etwa 10-100 mg, 
das durch Herstellen mittels Metallspritzen in Luft-Atmo- 
spharc mil Saucrstoff angcrcichcn worden war, und 15 Vo- 
lumen-Teilen Poly ure than- Klebcr (handelsiiblich) bis zu ei- 
ner Hohe von 10 mm eingefulli. nachdeni der Kastenboden 
mil einer 0,2 mm dicken Vlicsschichi aus Polyester-Fasern 


ausgelegt worden war. Ein Siempel mil den gleichen Seiten- 
abmessungen wie der Kasten wurde auf das eingefullte Ge- 
misch aufgesetzt und unter einer Temperatur von etwa 50°C 
und mil einem Druck von 1 har auf das Gemisch gedruckt, 
5 bis dieses auf eine Dicke von 5 mm zusammengepreBt war. 
Das Produkt lieferie den mil einer Riiekseiienabdeekung 
verse bene n Isolierkoqxu'. 

In einer separaien Anlage wurde die Rauhkupferschicht 
hergestellt. Zu diese m Zweck wurde ein feinmaschiges Jute- 

10 gewebe mil einem Haftvermittler fur die aufzubringende 
Kupferschicht versehen, der aus einem Gemisch aus 
150 Crew. -Teilen einer Losung von Alkydharzlack in einer 
Losung Leimfarbe-mikrofeinem Latex (Hydrosol), wobei in 
der Leimfarbenldsung 1 Gewichtsteil Leimfarbe zu 32 Ge- 
ts wichtsteilen Latex und in der Alkydharzlacklosung 1 Ge- 
wichtsteil Alkydharzlack zu 10 Gewichisteilen der Losung 
Leimfarbe-Laiex enthalten sind, 1500 Gewichisteilen grob- 
dispcrscs Latex, 300 Gc wichtsteilen wasscriges Acrylharz. 
500Gewichtsieilen Wasser und 1800 Gewichisteilen Quarz- 

20 mehL wie es in der DE-PS 30 14 164 beschrieben ist, be- 
st and. Auf dieses so vorbereitete Ge webe wurde Kupfer auf- 
gespritzt, wozu eine handelsiibliche Pistole vom OSU-Typ 
verwendet wurde. 

Die auf diese Weise hergestellt e Rauhkupferschicht hatte 

25 tine Dicke von 0,5 mm und war gui durchlassig fur Lufl und 
andere Gase, Sie wurde anschlieBend auf die Oberseite des 
Isolierkorpers mittels eines Klebers auf Polyurethan-PU- 
Basis so aufgeklebt, daB die Kupferschicht nach auBen wies. 
Als Deckschicht wurde ein Dekorstoff aus grobgewebtem 

30 Sisal mittels eines KlebstoiTs auf Polyamid-Basis aufge- 
klebt, der mil seiner naturbelassenen Farbgebung der ferti- 
gen Wand- oder Bodenplatte ein rustikales Aussehen ver- 
lieh. Die Platte war als solche direkt verwendbar. 

Das fertigc, fur den Handel zubereitete Produkt wurde 

:vs schliefilich mit einer weiteren Klebschicht versehen, die aus 
einem handelsublichen Klebstoff auf Latexbasis besiand. 
Diese Klebschicht wurde nicht ganz flachig aufgetragen 
sondern nur punkt weise, damit die Lufidurchlassigkeit 
durch die klebmittelfreien Stellen erhalten blieb. 

40 Eine Abdeckung mit handelsublichem Wachspapier 
machte das Endprodukt leichi handhabbai und stapclbar bis 
zu seiner Verwendung, wenn es auf einen Uniergrund wie 
einen Estrich oder cine glatte Wandflache aufgeklebt wird. 

45 Patentanspriiche 

1. Schichtstoffmaterial fur Wand- und Bodenplatten 
mit einem Isolierkorper und einer Deckschicht, da- 
durch gekennzcichnet, daG der Isolierkorper gepreGte 

50 Floe ken oder Granulatstuckchen aus Natur- oder 

Kunststoff, denen staubfonniges, sauerstoffangerei- 
chertes Kupferpulver und ein Naturstoff- oder Kunst- 
harzkleber in honiogener Mi sc hung zugesetzt worden 
sind, umfaBt und zwischen der Deckschicht und dem 

55 Isolierkorper eine wasser- und luftdurchlassige Rauh- 

kupferschicht vorgesehen ist, die einen gewebeartigen 
Trager aus Natur- oder Kunststoff mit aufgespritztem 
metallise hem Kupfer umfafit, wobei die Schichtdicke 
des Isolierkorpers relativ zu der Rauhkupferschicht so- 

60 viel groBer ist, daB der Isolierkorper das tragende 

Strukturelement der Wand- und Bodenplatte bildet. 

2. Schichtstoffmaterial nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichneu daB der gewebeartige Trager mit einer 
Unterschicht als Haftvermittler fiir die Kupferschicht 

65 versehen ist. 

3. Schichtstoffmaterial nach Anspruch 1 oder 2, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Deckschicht eine aufge- 
klebte Dekorschicht ist, die aus einer lextilen oder einer 
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10 


15 


20 


durchlassigen Leder- Oder Kunsilederschichi besteht. 

4. Schichtstoffmaterial nach Anspruch 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die textile Dekorschicht grobge- 
webte oder grobgewirkle Sisal-, Jure-, Wolle- oder 
BauntwoLLefascrn uiufaBt. 

5. Schichtstoffmaterial nach einem der Anspruche 1 
bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB die der Rauhkup- 
t'erschichl abgevvandte Ruck scire des Isolierkorpers mil 
einer luftdurchlassigen Abdeckung wie zuni Beispiel 
einer diinnen Viicsschicht oder Gewebeschicli* verse- 
hen ist. 

6. Schichtstoffmaierial nach Anspruch 5. dadurch ge- 
kennzeichnei, daB weiterhin auf der Ruckseitenabdek- 
kung eine Klebschicht auf Dispersionsbasis wie zum 
Beispiel auf Aery I- oder Latexbasis vorgesehen ist, die 
punkt- oder gitterformig aufgetragen ist, uni die Durch- 
lassigkeit nichi zu behindern. 

7. Schichtsiotfiiiaicrial nach cincm der Anspruche 1 
bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB es in handelsubli- 
chen Platienformaten vorLiegi. 

8. Schichtstoffmaterial nach einent der vorhergehen- 
den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB der Iso- 
lierkorper aus einem auf etwa 50% seines Volumens 
zusammengepreBten Trockengeiiiisch aus 80-120 
Vol.-Teilen Harlschaumflocken auf Styrolpolymerisat- 
basis (z. B. Styropor®.) mit FlockengroGen unter eiwa 
3 nun, 8-15 Vol.-Teilen sauerstoffangereichertem 
Kupferpulver mil Staubfeinheit entsprechend einer 
KorngroBe von etwa 10-100 mg und etwa 8-15 Vol.- 
Teilen Polyurethanklebstoff besteht. 

9. SchichtstoiYmaterial nach Anspruch 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Haft vermin ler zwischen dem 
aufgespritzten Kupfer und dem gewebeartigen Trager 
ein waBriges Gemisch ist, das Alkydharzlack, Latex, 
Acrylharz und Quarzmehl e nth alt. 

10. Verfahren zur Herstellung von Schichtstoffmate- 
rial fur Wand- und Bodenplatten, das mindestens einen 
iragenden Isolierkorper, eine Deckschicht auf dem Iso- 
lierkorper und eine wasser- und luftdurchlassige Rauh- 
kupferschicht zwischen dem Isolierkorper und der 40 
Deckschicht uinfaBt. bei dem 

a) Flocken oder Granular aus Natur- oder Kunst- 
stoff mit staubformigem, saiierstoffangereicher- 
tem Kupferpulver und Natur- oder Kunstharzkle- 
ber gemischt werden, 43 

b) eine kastenartige Fonn, deren Grundflache der 
herzustellenden Plattenrbrm entspricht, mil der 
Mischung gefiiUt wird, 

c) mit einer der kastenartigen Fonn angepaBten 
Oberfonn als Siempel das Gemisch bis auf eine 
gewiinschte Schichtdicke zusammengepreBt wird, 
wobei die Temperatur- und Druckbedingungen so 
gewahlt werden, daB eine isolierende flockige 
oder Partikeleigenschaft erhalten bleibt, 

d) der gepreBte Isolierkorper der Form entnom- 55 
men wird, 

e) die Rauhkupferschicht separat hcrgestellt wird, 
indem ein gewebeartiger Trager aus Natur- oder 
Kunststoff durch Metailspritzen mit reineni Kup- 
fer hergestellt wird, wobei wahlweise eineUnter- 
schicht als Haftvermittler fur die Kupferschicht 
vor dem Metailspritzen auf den gewebeartigen 
Trager aufgetragen wird, 

f) die Rauhkupferschicht mit der Gewebeseite 
auf den Isolierkorper aufgcklcbt wird und 

g) die Deckschicht auf die Rauhkupferschicht 
aufgeklebt wird. 

11. Verfaliren nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 


30 


so 


60 


65 


zeichnet, daB weiterhin die der Rauhkupferschicht ab- 
gewandte Ruckseite des Isolierkorpers mit einer luft- 
durchlassigen Abdeckung versehen wird, in dem vor 
dem Fullen der Form gemaB Schritt b) eine diinne 
Viiesschicht oder Gewebeschicht auf den Boden der 
Form gelegt wird, bevor die Mischung in die Form ein- 
gefiillt wird. 

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB weiterhin 

h) ein Kleber auf Dispersionsbasis wie zum Bei- 
spiel Acryl-, oder Latexkleber, punkt- oder gitter- 
fonnig auf die Abdeckschicht der Ruckseite auf- 
gebracht wird, wobei der Kleber dazu dicnt, die 
tertige Wand- oder Bodenplatte beim Verlegen an 
einen Untergrund zu kleben, und diese Kleb- 
schichl wahlweise mit Wachspapier oder anderen 
an sich bekannten Folien abgedeckt wird. 

13. Verfaliren nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Mischung fur den Isolierkorper vor 
dem Pressen groBenordnungsmaBig etwa 100 Volu- 
menteile Natur- oder Kunststoft-Flocken bzw. Granu- 
lar, etwa 10 bis 20 Volumenteile Kupferpulver und 
nicht mehr als 15 bis 30 Volumenteile Natur- oder 
Kunstharzkleber wie zum Beispiel Polyurethankleber 
umfaBl, 

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Isolierkorper auf eine Dicke von 3 bis 
5 mm gepreBt wird. 

15. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Rauhkupferschicht mindestens 
0,5 mm dick ist. 

16. Verfahren nach einem der Anspruche 10 bis 15, 
dadurch gekennzeichnet. daB als Deckschicht ein De- 
korstoff aus zum Beispiel grobgewebtem Sisal, Jute, 
Wolle, Baumwolle, luftdurchlassigcm Leder oder 
Kunstleder auf die Rauhkupferschicht aufgeklebt wird. 
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